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KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Obroébki powierzchniowe

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Surface Treatment

Obowigzuje od roku akademickiego

2013/2014

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

mechanika i budowa maszyn

Poziom ksztatcenia

Il stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

ogoblnoakademicki
(ogdlno akademicki | praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiow

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Inzynieria Materialéw Metalowych i Spawalnictwo

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia

Koordynator modutu

Dr hab. inz. Stawomir Spadto, prof. PSk

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

roku akademickim

Jezyk prowadzenia zaje¢ polski
Usytuowanie modutu w planie studiéw | _.

- semestr pierwszy
Usytuowanie realizacji przedmiotu w | |etni

(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Stopy zelaza, stopy metali niezelaznych,
inzynieria warstwy wierzchniej, obrébki
wykonczeniowe

prowadzenia zajec¢

Egzamin nie
Liczba punktéw ECTS 2
Forma wyktad éwiczenia laboratorium projekt inne

15

w semestrze

- 15 - -




C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Modut obejmuje podstawowe zagadnienia z ramach wykladu przedstawiona zostanie
klasyfikacja obréobek powierzchniowych (w tym hybrydowych). Oméwiony zostanie obszar
Cel ich zastosowan. Scharakteryzowane zostang sposoby ksztattowania warstwy wierzchniej z
modutu | wykorzystaniem obrébek powierzchniowych w procesach wytwarzania. W dalszej czesci
wyktadow zostang scharakteryzowane poszczegdlne rodzaje obrdbek, warunki prowadzenia
procesu oraz urzgdzenia technologiczne do ich prowadzenia.
svmbol rol\jvoarg;znia odniesienie do | odniesienie do
); Kt Efekty ksztalcenia P L. efektow efektow
etektu zajec kierunkowych | obszarowych
(w/é/l/p/inne)
Ma podstawowg wiedze dotyczgcg procesu T2A W02
W_01 |dogniatania oraz zmian wiasciwosci WW (warstwy Lagg;{ﬁ%m KS—V'\X%—IM T2A_WO05
wierzchniej) uzyskanych w jego wyniku. T2A W07
Ma podstawowg wiedze dotyczacg procesu T2A W02
mikronapawania, zmian wilasciwosci WW | wyktad/ KS_WO01_IM -
W_02 ; . A ; : T2A_WO05
uzyskanych w jego wyniku oraz mozliwosci jego | Laboratorium MiS T2A W07
zastosowania do regeneracji elementow. —
Ma podstawowg wiedze dotyczgcg procesu
. . . . T2A_WO02
teksturyzowania powierzchni, shot peeningu oraz Wyktad/ KS_WO01_IM -
w_03 ; o ; - . T2A_WO05
zmian witasciwosci WW uzyskanych w wyniku tych | Laboratorium MiS =
. T2A_WO07
procesow. -
Ma wiedze na temat obrobki elektroerozyjnej| Wykiad/ KS_WO01_IM T2A W02
W04 | materiatow kompozytowych Laboratorium Mis T2A_ W05
' T2A_ W07
J o1 qu‘iraﬂ prze.prozvelw(d?c proces A ?ogmatgma, Wykiad/ KS_U0L IM | T2A_Uo1
_| mikronapawania, teksturyzowania, shot peeningu, | | ,p;atorium MiS ToA ULl
obrébki elektroerozyjenj materiatéw kompozytowych. -
Potrafi przeprowadzi¢ analize wtasciwosci WW
U 02 przed i po procesie obrobki powierzchniowej oraz | Wykiad/ KS_UO1_IM | T2A UO1
- dobra¢ odpowiednig obrébke do pozadanych jej | Laboratorium MiS T2A_U11
efektow.
Rozumie _potrzebe magiegq doskonalt_anla sie, Wykiad/ T2A_KO1
K_01 |poznawania nowy rozwigzan technologicznych | . o =irium K_KO01
. X - X T2A_KO03
poznawania nowych obrébek wykonczeniowych
Ma swiadomos$¢ odpowiedzialnosci za prace wlasng
oraz gotowos¢ podporzadkowania sie zasadom | Wyktad/
K_02 . X T - .
- pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialno$ci za | Laboratorium K_KOS T2A_K02
wspolnie realizowane zadania
Tresci ksztatcenia:
1. Tresci ksztatcenia w zakresie wykfadu
Odniesienie
Nr Tresci ksztatcenia do efektow
wyktadu ksztalcenia
dla modutu
1 Podstawowe pojecia dotyczace obrébek powierzchniowych, wplyw wW_01
oddziatywan w procesach wytwarzania na ksztattowanie wtasciwosci WW. W_02
U o1
K_01
K_02
2 Wplyw procesu dogniatania na wiasciwosci materialu obrabianego oraz w_01
parametry struktury geometrycznej powierzchni. U 01
K_01
K_02
3 Wptyw procesu mikronapawania na wiasciwosci materiatu obrabianego oraz W_02




parametry struktury geometrycznej powierzchni.ekonomicznych procesu U 01
wytwarzania wyrobu. Zastosowanie mikronapawania regeneracyjnego w U 02
praktyce. K_01
K_02
4 Wplyw procesu teksturyzowania powierzchni na wiasciwosci materiatu W_03
obrabianego oraz parametry struktury geometrycznej powierzchni. U 01
Zastosowanie procesu teksturyzowania oraz jego znacznie w przemysle. u_02
K_01
K_02
5 Whptyw procesu shot peeningu na wtasciowsci WW oraz jego zastosowanie w W_03
praktycznych aspektach. U 01
u_02
K_01
K_02
6 Obrébka elektroerozyjna materiatdbw kompozytowych, zastosowanie oraz W_04
aspekty fizyczne procesu. U 01
u_02
K_01
K_02
7 Podsumowanie obrébek powierzchniowych, zastosowanie oraz znacznie we W_01
wspotczesnym przemysle. W_02
W_03
W_04
U o1
u_02
K_01
K_02
2. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
Odniesienie
erzzj_ec Tresci ksztalcenia :;’zf;f:;g;';
dla modutu
1 BHP pracowni obrébek powierzchniowych W_01
Badania procesu dogniatania U _02
Badania topografii i parametréw struktury geometrycznej powierzchni po K_01
procesie. K_02
2 Badania procesu mikronapawnia. wW_02
Badania topografii i parametréw struktury geometrycznej powierzchni po U 02
procesie. K_01
K_02
3 Badania procesu teksturyzowania. W_03
Badania topografii i parametréw struktury geometrycznej powierzchni po U 02
procesie. K_01
K_02
4 Badania procesu shot peeningu. W_03
Badania topografii i parametréw struktury geometrycznej powierzchni po W_04
procesie. U _02
K_01
K_02
5 Badanie obrobki elektroerozyjnej do obrobki materiatéw kompozytowych W_04
u_02
K_01
K_02

3. Charakterystyka zadan projektowych
4. Charakterystyka zadan w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych




Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia
efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)
w o1 | Sprawdzian podsumowujacy na zakonczenie semestru
W 02 Sprawdzian podsumowujgcy na zakonczenie semestru
w 03 | Sprawdzian podsumowujacy na zakonczenie semestru
W 04 Sprawdzian podsumowujgcy na zakonczenie semestru
Sprawdzian podsumowujgcy, udziat w dyskusji na laboratoriach, przygotowywanie
U 01 |sprawozdan, przeprowadzanie ¢wiczen na laboratoriach
Sprawdzian podsumowujgcy, udziat w dyskusji na laboratoriach, przygotowywanie
U 02 |sprawozdan, przeprowadzanie éwiczen na laboratoriach
K 01 Obserwacja studenta podczas zaje¢ dydaktycznych, dyskusje w trakcie zaje¢
K_02 Obserwacja studenta podczas zaje¢ dydaktycznych, dyskusje w trakcie zajeé
D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

Rodzaj aktywnosci gttL ij'gﬁ;'e
1 | Udziat w wyktadach 15 godzin
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 15 godzin
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5 godzin
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 35 godzin
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 1,25 ECTS
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 6 godzin
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 5 godzin
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 5 godzin
15 | Wykonanie sprawozdan 5 godzin
15 | Przygotowanie do kolokwium korcowego z laboratorium
17 | Wykonanie projektu lub dokumentaciji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19 | Samodzielne wykonanie quizéw
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (Zsulmg)odzm
21 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 0,75 ECTS
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obciazenie praca studenta | 56 godzin
23 1 punkt ECTS=25-|.;(l)'I ;olfitzyn El():c-il;gzse:lg ;‘ngnlg 2 ECTS
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakt_erzc_e praktyczr_ly_m ' | 30 godzin
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi




25 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach zaje¢ o

charakterze praktycznym 1,1 ECTS
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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